
Programm

  9.45 Uhr	� Begrüßung und Einführung
Thomas H. Morszeck, Fraunhofer-
Informationszentrum Raum und Bau IRB, Stuttgart
Sven Räbiger, REECO GmbH, Reutlingen

10.00 Uhr	� Keynote und »Lebensdauer von WDVS-
Fassaden«
Michael Hladik, Sachverständigenbüro Hladik, 
Innsbruck

10.50 Uhr	� Energetische Sanierung von Flachdächern
Dietrich Hinz, Hinz Bau Consult,  Ascha

11.40 Uhr	� Aufdoppelung von bestehenden Außen- 
dämmungen
Walter Schläpfer, Schweizerischer Maler- und  
Gipserunternehmer-Verband, Wallisellen 

12.30 Uhr	 Mittagspause

14.00 Uhr	� Innendämmung sicher planen und  
anwenden
Dr.-Ing. Gregor Scheffler, Ingenieurbüro  
Dr. Scheffler & Partner GmbH, Dresden

14.50 Uhr	� Schlagregenschutz WDVS
Daniel Zirkelbach, Fraunhofer-Institut  
für Bauphysik IBP,  Valley

15.30 Uhr	� Sonnenschutz mit elektrochromer  
Verglasung
Dr. Hartmut Wittkopf, EControl-Glas GmbH  
& Co. KG, Plauen

16.10 Uhr	� Innovative Baustoffe – Vakuumdämmung
Steffen Knoll, Porextherm, Löningen 

16.45 Uhr	� Abschluss und Verabschiedung

17.00 Uhr	� Ende der Veranstaltung

Moderation
Thomas H. Morszeck, Fraunhofer-Informationszentrum 
Raum und Bau IRB, Stuttgart

	 Block I

	 Block II

Energieeffiziente  
Sanierung im Bestand 
Fokus Gebäudehülle

Gerade die Instandhaltung und Sanierung der Gebäude-
hülle mit ihren vielfältigen Aufgaben und Beanspruchun-
gen ist eine komplizierte Bauaufgabe. Von der Produktwahl 
über die Planung und Ausführung müssen alle Schritte und 
Elemente aufeinander abgestimmt sein, um sowohl den 
konstruktiven, als auch den bauphysikalischen Anforderun-
gen zu genügen.

Der Fachkongress gibt einen Überblick über Möglichkeiten 
und Grenzen der energetischen Bestandssanierung der Ge-
bäudehülle. Experten hinterfragen kritisch die gegenwärti-
gen Konstruktionen und Sanierungspraktiken und befassen 
sich mit den wichtigsten Aspekten.



Information und Anmeldung
Reeco GmbH
Unter den Linden 15, 72762 Reutlingen
Telefon: 07121-30-16-0 | Fax: 07121-30-16-100
E-Mail: info@cep-expo.de
www.cep-expo.de

Anmeldeschluss: 24.01.2013, die Online-Anmeldung  
unter www.cep-expo.de/kongressanmeldung.html  
ist bis zwei Tage vor der Veranstaltung möglich.

Teilnahmegebühr
Die Teilnahmegebühr für den Fachkongress »Bausubstanzthema« am 
07.02.2013 beträgt 220,– € (bei Anmeldungen bis zum 31.12.2012  
180,– €) für Studenten 100,– €. In diesem Betrag sind die Tagungsunter-
lagen zum Download (passwortgeschützt ab 15.02.2013), ein Mittags-
imbiss, Tagungsgetränke und der Messeeintritt enthalten.  
Mit Anmeldung zum Kongress verpflichtet sich der Teilnehmer zur Zahlung 
der Teilnahmegebühr. Die Teilnahmegebühr ist sofort nach Rechnungserhalt 
zu bezahlen. Bei Anmeldungen nach dem 24.01.2013 erfolgt in 
Ausnahmefällen keine Rechnungstellung vor Tagungsbeginn, die Zahlung 
der Kongressgebühr erfolgt dann bar gegen Beleg an der Kongresskasse.

Stornierung
Abmeldungen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen. Bei Abmeldung bis 
14 Tage vor der Tagung erheben wir eine Bearbeitungsgebühr von 50,– €. 
Bei späterer Abmeldung oder Nichterscheinen (auch krankheitsbedingt) ist 
die volle Teilnahmegebühr fällig. 
Bei Rechnungsänderung wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,– € 
fällig.
Bei Absage der Tagung besteht für den Veranstalter nur die Verpflichtung 
zur Rückerstattung der evtl. bereits bezahlten Teilnahmegebühr. In jedem 
Fall beschränkt sich die Haftung des Veranstalters auf die bezahlte 
Teilnahmegebühr.

Veranstaltungsort
Landesmesse Stuttgart 
Internationales Kongresszentrum 
Messepiazza/Flughafenrandstraße  
70629 Stuttgart

Anreise
Eine Anfahrtsbeschreibung finden Sie hier: www.cep-expo.de/anreise0.html

Ideeller Träger

Fachkongress im Rahmen der CEB® 2013
Donnerstag, 7. Februar 2013, Landesmesse Stuttgart

Energieeffiziente 
Sanierung im Bestand 
Fokus Gebäudehülle

Anmeldung bei:
REECO GmbH
Unter den Linden 15
72762 Reutlingen
Telefon 07121-30-16-0 | Fax 07121-30-16-100

Zum Fachkongress
Bausubstanzthema
am 7. Februar 2013 von 9.45 bis 17.00 Uhr

melden wir folgende Person/en an:

.............................................................................................................
 
.............................................................................................................
 
.............................................................................................................
 
.............................................................................................................
 
.............................................................................................................
Name • Vorname • Titel / Funktion des Teilnehmers

Absender – bitte in Druckbuchstaben ausfüllen –

.............................................................................................................
Firma / Institut / Dienststelle

 
.............................................................................................................
Straße / Postfach

 
.............................................................................................................
PLZ / Ort

 
.............................................................................................................
Tel. / Fax  

 
.............................................................................................................
E-Mail 

 
 
.............................................................................................................
Datum / Unterschrift
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